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　　摘　要 :　本文采用聚酰亚胺牺牲层技术和二氧化硅介质隔离技术 ,成功地在绝缘多晶硅衬底上研制出一种射频

微机械 CPW开关.初步测试结果如下 :开态电容为 0121pF ,关态电容为 611pF ,致动电压为 22V ,关态下的隔离度为

35dB ,开态下插入损耗为 3dB.该工艺完全与硅基 IC工艺兼容 ,这为射频微机械 CPW开关与 IC实现单片集成化 ,降低

体积提高可靠性打下了基础.
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Abstract :　An RF micromechanical CPW switch on the isolation polysilicon has been developed by using polymide sacrificial

layer ,and by dielectric isolating technology. The preliminary test results are as follows :the Coff and Con are 0121pF ,611pF respective2
ly ;the actuated voltage is 22V. The isolation is 35dB in the off state ,and insertion loss is 3dB in the on state. The process is compati2
ble with silicon IC ,so is the basis of monolithically integrating RF micromechanical switch and IC for high reliability and low volume.
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1　引言

　　与 PIN开关相比 ,射频微机械 CPW(coplanar wave2guide)开

关没有使用 PN结或金半结 (即肖特基结) ,消除了 PIN开关所

固有的 PN结 I2V非线性和因扩散电阻等带来的高插入损耗
等问题 ,因而它具有线性度高、插入损耗低的优点而备受关

注[1～4 ] .在 1999年 ,Z. Jamie Yao 等人在高阻衬底 (高阻硅、蓝

宝石、GaAs衬底)上研制出了一种射频微机械 CPW开关 ,其开

关的致动电压是 50V[3 ] .在 2001年 ,朱健等人在 3000Ω·cm的

硅衬底上研制出一种 DC220GHz的射频微机械开关 [1 ] .随着通

讯整机系统向小型化方向进一步发展 ,要求射频微机械 CPW

开关与 IC实现单片集成化 ,形成一种开关系统 ,以降低体积 ,

提高可靠性.为此 ,本文着重对微机械开关的设计改进和与

IC工艺兼容方面开展研究 ,利用聚酰亚胺牺牲层技术成功地

研制出一种新颖的射频微机械 CPW开关.通过介质隔离工艺

技术在低阻硅材料 (电阻率为 1210Ω·cm)上形成绝缘的多晶

硅区域 ,然后将射频微机械 CPW开关制作在绝缘的多晶硅衬

底上 ,这就满足了射频微机械 CPW开关必须制作在高阻衬底

上的要求.该工艺完全与 IC工艺兼容 ,完全能够实现与 IC单

片集成化 ,这为射频微机械 CPW开关与 IC实现单片集成化

降低体积提高可靠性打下了基础.

2　射频微机械 CPW开关的工作原理与设计

　　射频微机械 CPW开关的结构如图 1所示[1 ] ,它是由一薄

层金属膜像桥一样悬在底电极上方 ,底电极上有一层绝缘层

保证金属膜与底电极实现直流绝缘.当接地的这一层金属膜

桥悬在空中处于平衡位置时 ,如图 1 ( a)所示 ,此时在底电极

上的 RF信号可以自由通过 ,开关处于开态 ;当在底电极与悬

在空中的金属膜桥之间加一直流电压时 ,它们之间就会产生

静电引力 ,底电极通过静电引力作用把金属膜拉到与绝缘层

接触 ,如图 1 ( b)所示 ,这时在底电极上的 RF信号通过底电极

与金属膜之间的大电容直接到地 ,因而 RF信号就传送不到

图 1　射频微机械 CPW开关的结构图
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底电极的输出端 ,在底电极的输出端检测不到 RF信号 ,即实

现了开关的关态.这是基于静电引力作用的原理来改变底电

极与地之间的距离 ,以底电极与地之间电容的变化来实现开

关的功能.

　　当金属膜没有受静电引力的作用时 ,金属膜处于平衡状

态 ,这时金属膜与底电极之间的电容表示为 [1 ]

Con = 1/ (
hD

εDA
+

g0

ε0 A
) (1)

其中 Con表示开关开态下的电容 ,εD 与ε0 分别表示绝缘

层和空气的介电常数 ; hD 表示绝缘层的厚度 , g0 表示绝缘层

与金属膜之间的空高 , A为金属膜与底电极之间交叠的面积.

当开关的金属膜受静电引力的作用超过某个值时 ,金属

膜被下拉到与底电极上的绝缘层接触 ,此时金属膜与底电极

之间的电容表示为[1 ]

Coff = (εDA) / hD (2)

这种开关的特性如 :插损、隔离度都取决于开关的开态和

关态电容.因此开关的开态电容和关态电容需要严格调整 ,以

满足 CPW开关的要求.

开关的致动电压可表示为 [1 ]

Vp =
8 k

27ε0 Ww
g3

0 (3)

其中 , k为金属膜的有效弹性系数 , W 为 CPW的底电极

宽度 , w为金属膜的宽度 ,ε0为真空介电常数 , g0 为底电极与

金属膜桥的距离.这个 k可以近似表示为

k =
32 Et3 w

L3
m

+
8σ(1 - v) tw

Lm
(4)

其中 E为金属膜材料的杨氏模量 , t为金属膜的厚度 , Lm

为金属膜的长度 ,σ为金属膜残余的张应力 , v为金属膜材料

的泊松比.

从公式 (3)和 (4)可以看出 ,开关的致动电压与κ的平方

根成正比 ,而κ又与金属膜材料的杨氏模量、金属膜的厚度

和宽度成正比 ;与金属膜的长度成反比.因此 ,调整金属膜的

厚度、宽度和选择合适的金属材料可以降低开关致动电压.但

由于材料选择的限制 ,这种方法降低开关的致动电压还是有

限的.为了进一步降低开关的致动电压 ,以满足通讯使用的要

求 ,还需要采用其它方法或结构来改善该开关的致动电压.本

文针对这一问题 ,提出采用在金属膜的两个接近支撑点处各

刻出一个槽的方法 ,让金属膜完全靠四根金属梁拉着 ,这样降

低了金属膜的有效弹性系数 ,从而大大降低了开关的致动电

压.另外 ,本文通过用 ANSYS模拟优化 ,调整金属膜与底电极

之间的距离和金属膜与底电极之间交叠的面积使开关的开态

电容与关态电容的比值达到 100 ,保证该开关远远满足射频

通讯的使用要求 (一般射频通讯的通断信号比值要求大于

20) .其设计的射频微机械 CPW开关尺寸如下 :

底电极的宽度为 180μm ,与两边的地线距离都为 50μm ,

金属膜的长宽分别为 300μm ,280μm.

3　射频微机械 CPW开关的研制

　　射频微机械 CPW开关的衬底制作工艺流程 :以集成电路

用的单晶硅材料片 (电阻率为 5 - 7Ω·cm)作衬底材料 ,在这个

衬底材料上氧化一层二氧化硅 (1μm) ———光刻用作射频微机

械 CPW开关衬底的区域———依靠二氧化硅作掩蔽层 ,用 KOH

溶液 ( KOH40 %∶异丙醇 = 100∶1 ,温度为 75度)湿法刻蚀射频

微机械 CPW开关衬底区域的硅 (深度为 50 - 70μm) ———去掉

二氧化硅掩蔽层———外延绝缘多晶硅 (厚度为 500μm) ———减

薄单晶硅衬底 (直到刻槽区域的多晶硅露出来为止) ———抛光

单晶衬底———用于作射频微机械 CPW开关的绝缘多晶硅衬

底和用于作集成电路的低阻硅衬底都制作完毕.

研制射频微机械 CPW开关的工艺流程如下 :在前面制作

完毕的射频微机械 CPW 开关衬底材料上氧化二氧化硅

(1μm) ———光刻 (形成射频微机械 CPW开关的底电极区) ———

刻蚀二氧化硅和绝缘多晶硅 (刻蚀多晶硅的深度为 1. 2 -

115μm) ———溅射硅铝 (112μm) ———光刻 (形成底电极和地

线) ———淀积氮化硅 (0113μm) ———光刻 (电极引出孔) ———悬

涂聚酰亚胺———光刻 (形成聚酰亚胺牺牲层区域) ———溅射硅

铝———光刻 (形成射频微机械 CPW开关的金属膜桥和上层引

线) ———去掉光刻胶和聚酰亚胺牺牲层———获得射频微机械

CPW开关.

从前面的理论分析知道 ,金属膜桥的厚度增加会加大射

频微机械 CPW开关的致动电压 ,因此 ,为了降低射频微机械

开关的致动电压 ,需要尽量降低金属膜桥的厚度.但是 ,金属

膜桥厚度愈薄 ,金属膜桥愈容易断裂失效.为此 ,需要合理的

选择金属膜桥的厚度.我们在通过模拟和实验后 ,决定选择溅

射一层 210μm厚的硅铝来形成射频微机械 CPW开关的金属

膜桥和上层引线 ,这样既能保证射频开关的稳定可靠 ,又能降

低致动电压.上述整个工艺只需要 6块光刻掩模版 ,完全与 IC

工艺兼容.

4　实验结果与讨论

　　按照上述工艺流程 ,本文成功地研制出这种新颖的射频

图 2　射频微机械 CPW开关芯片图

微机械 CPW 开关 ,

如图 2 所示. 采用

TE2819电容仪测试

出该射频微机械

CPW开关的开态和

关态电容分别为

0121pF , 6. 1pF ,获得

其开关转换与致动

　图 3　射频微机械 CPW开关的电容

与致动电压的关系曲线

电压的关系曲线如图 3

所示.从图 3 得出该射

频微机械 CPW开关的

致动电压为 22V ,低于

Z. Jamie Yao. 等人作的

射频微机械开关的致动

电压 (50V) ,这是本文在

分析了该开关的工作原理和影响致动电压因素后 ,在金属膜

的两个接近支撑点处各刻出一个槽 ,降低了金属膜的有效弹

性系数所致 ,该电压更适合射频领域的应用.从测试该射频微
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机械 CPW开关电容的结果得出 :开态与关态电容之比大约为

30 ,远低于设计的比值 ,可能是因为本文中使用的测试仪器误

差引起的 (TE2819电容仪的误差大约有 011pF) ,这有待于用

更高精度的电容仪器来进一步分析.对该开关进行微带封装 ,

封装后的样品如图 4所示 ,采用 HP8753C网络分析仪对该开

关的开态和关态进行频谱测试分析 ,测试结果如图 5、6所示 ,

从图中得出开关关态下的隔离度为 35dB ,开态下插入损耗为

3dB.这种开关的隔离度远高于 PIN 开关的隔离度 (10 -

20dB) ,但是其插入损耗高于 PIN开关 ,可能是本文测试中所

用的隔直电容、隔离射频信号的电感以及封装形式等因素引

图 4　射频微机械 CPW开关　　　　　　图 5　射频微机械 CPW开关　　　　　　　图 6　射频微机械 CPW开关在

的微带封装样品图　　　 在关态的频谱分析曲线　　　 开态下频谱分析曲线

起的 ,这还需要进一步改进封装和测试结构 ,提高其性能.

5　结论

　　通过对微机械开关的设计改进和与 IC工艺兼容方面开

展研究 ,利用聚酰亚胺牺牲层技术成功地研制出一种新颖的

射频微机械 CPW开关.经过测试得出 :开关的开态和关态电

容分别为 0121pF ,611pF ;开关的致动电压为 22V ,该电压更适

合射频领域的应用.封装后测试出开关的关态下的隔离度为

35dB ;开态下插入损耗为 3dB.由于这种开关是通过介质隔离

工艺制作在绝缘的多晶硅衬底上 ,因此该工艺完全与 IC工艺

兼容 ,完全能够实现与 IC单片集成化 ,这为射频微机械 CPW

开关最终与 IC实现单片集成化 ,降低体积提高可靠性提供了

一个很好的研究思路.
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